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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

6.1 Kesimpulan 

Hasil studi ini menunjukkan keberhasilan optimasi terhadap kinerja model AOI 

untuk deteksi cacat sambungan solder melaui penambahan kelas deteksi cacat 

disturbed soldering menggunakan segmentasi citra dan ekastraksi ditur tekstur 

GLCM. Melalui modifikasi model tersebut, diperoleh peningkatan kemampuan 

deteksi cacat sebesar 25% dari model awal yang dikembangkan oleh Fonseka, dkk. 

[19]. Model deteksi cacat pada sambungan solder yang diusulkan pada penelitian 

Fonseka, hanya mampu mendeteksi empat kelas cacat.  Pengembangan model 

deteksi cacat disturbed soldering, melalui penerapan segmentasi citra dan ekstraksi 

fitur tekstur berbasis GLCM, berhasil mencapai akurasi hingga 91.75% dan 

kepresisian hingga 90.20%. Dengan penambahan kelas cacat tersebut, diperoleh 

model deteksi yang mampu mendeteksi lima kelas cacat soldering sehingga dapat 

memberikan hasil deteksi yang memadai untuk digunakan di sekolah vokasi. 

Dengan optimasi model AOI berbasis Machine Learning klasik, komputasi 

algoritma menjadi ringan dan berhasil diimplementasikan pada komputer CPU 

(Raspberry PI4 B) dengan waktu komputasi yang lebih cepat 55.8% dibandingkan 

dengan pengujian cacat sambungan solder manual. Hal ini menunjukkan bahwa 

model algoritma yang diusulkan, menjadi solusi yang efisien terhadap kebutuhan 

sekolah vokasi dengan anggaran biaya terbatas. 
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